Struény postup zpracovini fotorezistu

KOLON ACCUIMAGE Fady KP 2100 |

Skladovani: 5-25 °C, 30-80% relativni vinkosti vzduchu
v
Odstavny ¢as: vaice fotoresistu by mélyr mt pfed laminaci teplatu 20-25°C

Laminace: 100-120°C, 0.5 - 1,5 m/min 1Iak 1,5— 4 bhary, vystupnl teplota na desce |
_ 45-65°Coptimum 48°C pro FR4>1 5 mm, 80°C FR4<1 mm)
h 4
Odstavny ¢as: min. 20 min {ochladnuti), max 72hod ve tmé anebo na
sertifikovaném Zutem avétla, max 21°C

v
| Qsvit: &ist4 méd na 10 stupni 21stuphiovsho klinu (snergie 80 mJ/icm2) |
' v
Odsigvny ¢as: max .2 mésice, max. 18°C
b 4

Vyvoléni: min. 28 s, 0,9-1 3 % NaxC02 nebo KzCQ3, optimalni koncenirace 1%
(vahowych), vyvolatelnost 0,04-0,15 m2A
teplota 28-32°C bod zvratu 55-75% deélky wyvolavaci kemory, oplach 1,5-3 bary
min.30 s pii 15-30°C, pH 10,3 -11,3 !
v

| ) ~ Leptani: alkalické {do pH 9.4 v oplachovém modulu) i kysele :
' v

[ Stripovani: NaOH nebo KOH, koncentrace 2 - 4% (vahova), organicke stripery (RS
| 111 nebo KLV, ST 810,8T 811), koncentrace 5 — 30%, teplota 45 — 556 *C. bod
| avratu 40 — B0% délky stripovaci komory, apiach 1 — 3 bar min. 20 s

Costupné &ifky: 220- 310 mm (haleni 2 rofe po 152 h.m. neba 1 role 302 b.m.)
Tloustka resistu: 38 um (48 um pro tenfing)

Vyribi: KOLON industries Inc. . Kyunggi-Do, Jidni Korea
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